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@ Verfahren zur Justierung der AnschluSbeinchen eines Chips reiativ zu den Fads 

(g) Es vyird ein automatisches Verfahren beschrieben, mittels 
dem die Justierung eines Chips (1) mit AnschluSbeinchen (2) 
reiativ zu einem Einbauplatz (6) mit hoher Genauigkeit 
durchfuhrbar ist. Im Gegensatz zu bekannten Verfahren 
dieser Art werden Bilder ausgewertet, die gleichzeitig den 
Chip (1) und den Einbauplatz (6) zeigen. Zur Ermlnlung einer 
StellgroBe fur die Justierung wird durch eine digitale 
Grauwert-Bildverarbeitung durch Eliminierung der Struktu- 
ren auf der Leiterplatte (7) am Einbauplatz (6) ein syntheti- 
sches Chipbiid (B4), das nur den Chip (1) zeigt, erzeugt. 
Dieses Verfahren kommt mit kurzen Verfahrwegeh des 
Chips (1) BUS. Durch die Mdglichkeit uber das Bildverarbei- 
tungssystem beispieisweise einen Gesichtsfeldversatz einer 
Videokamera (10) zu erkennen, wird die Anforderung an die 
mechanische Positioniergenauigkeit verringert. Das System 
ist universell einsetzbar. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Justierung der AnschluBbeinchen eines elektronischen Bauelementes 
relativ zu den AnschluOflecken (Pads) eines Einbauplatzes auf einer Flachbaugruppe. Dabei werden zur Lageer- 
5 kennung und zur Berechnung von StellgroGen fur den Justiervorgang mehrere Ecken des Chips bzw. des 
Einbauplatzes jeweils im Auflicht beleuchtet, mit Videokamera aufgenommen und deren Bilder iiber eine 
digitale Bildauswenung verarbeiteL - 

Die zunehmende Komplexitat hochpoliger integrierter Halbleiierbauelemente in TAB-Bauform (Tape Auto- 
mated Bonding) mit zum Teii mehr a!s 600 AnschluBbeinchen enordert den Einsatz automatischer Justiersyste- 
10 me zur schnellen und prazisen Ausrichtung der Bauelemenie in bezug auf die Leiterplaite (Mikroverdrahtung). 
Manuelle Tustierverfahren genugen den hohen Anforderungen bezuglich der Genauiigkeit und der Geschwin- 
digkeit nicht mehr. 

Bei bisher bekahnten automatischen Verfahren werden die Ecken eines zu justierenden Chips bzw. die Ecken 
des Einbauplatzes Qber eine entsprechende Optik auf Videokameras abgebildet Die Videosignale werden in 
15 einer digitalen Bildauswenung verarbeitet Nachdem bei einem automatischen Verfahren ein Bild des iiber dem 
Einbauplatz schwebenden Chips in der Regel nicht automatisch auswertbar ist, weil sich die Strukturen von Chip 
und Einbauplatz uberlagern und somit von der Bildauswertesoftware nicht unterschieden werden konnen. 
werden im Stand der Technik raumlich getrennte Bildaufnahmen von Chip und vom Einbauplatz getatigt Der 
Chip wird erst nach der Bildaufnahme uber den Einbauplatz gefahrea Hierzu muB entsprechend den Randbe- 
20 dingungen eniweder ein Optikkopf mit Verfahren oder es fniissen zwei separate Optikkopfe benutzt werden 
(Doppeloptik-System). Bei bekannter Position der beiden Bildaufnahmeorte wird anschlieBend die Lage des 
Chips bzw. des Einbauplatzes im jeweiligen Gesichtsfeld der aufnehmenden Kamera ermittelt und die Lageab- 
weichung des Chips relativ zum Einbauplatz berechnet.' Dieses Verfahren ist mit aufwendiger Mechanik und 
Optik, sowie mit langen Verfahrwegen des Chips nach dessen Bildaufnahme verbunden. Dies geht auf Kosten 
25 der Positioniergenauigkeitt 

Aus der EP-OS 4 49 481 gehen Verfahren als bekannt hervor, bei denen eine einzige Videokamera miisamt 
dem Bestuckungskopf verfahren wird Nach Fig. 10 sowie Spake 8, Zeile 53 bis Spake 9. Zeile 34 kann ein 
Spiegel in zwei verschiedene Stellungen verschwenkt und derart in die Bewegungsbahn der Pipette eingefahren 
werdea daB er in der einen Steliung ein Bild des Chips, in der anderen ein Bild des Aufnahmeplatzes iiefert. Nach 
30^ Fig. 9 konnen zwei verschiedene Spiegel wahlweise in die Bewegungsbahn der Pipette eingefahren werden. - 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zur automatischen Justierung der AnschluBbeinchen 
ernes Chips relativ zu einem Einbauplatz unter Verwendung eines Bildauswertesystemes und einer Justieroptik 
mit einfachem Bewegungsantrieb zur Verfugung zu stellen. 

Die Losung dieser Aufgabe gesschieht durch die Merkmale des Anspruchs 1 . 
35 Die Erfindung bewirkt, dafl die fur die Justierung von AnschluBbeinchen eines Chips relativ zu den Pacis eines 
Embauplatzes notwendige StellgroBe mittels einer automatischen Bildauswertung ermittelt werden kann, wobei 
em Slid des Einbauplatzes aufgenommen und ein separates Bild d^-s Chips elektronisch erzeugi wird Samtliche 
^ildaufnahmen erfolgen dabei mit derselben Justieroptik aus derselben Aufnahmeposition heraus bei raumlich 
uberiagerter Anordnung von Chip und Einbauplatz. Der Bewegungsantrieb der Justieroptik kann einfach sein, • 
40 da nur die stets gieiche Aufnahmeposition veriassen und genau reproduzierbar wieder angefahren werden muB. 
Das Verfahren sieht eine Auflichtbeleuchtung, beispielsweise mit einem Ringlicht von Chip und Einbauplatz 
vor. Die vier Ecken werden jeweils uber eine ausfahrbare Optik von je einer Videokamera aufgenommen. Der 
mit einer Pipette an einem Lotkopf gehakene Chip, die Optik, die Beieuchtung und die Kameras sind riiit dem 
Lotkopf gemeinsam verfahrbar. Mittels der Pipette kann der Chip sowohl oberhalb als auch unterhalb der 
45 ausfahrbaren Optik positioniert werden. Zu Beginn des justiervorganges befindet sich der Chip in einer oberen 
Position uber der eingefahrenen Optik, so daB eine separate Bildaufnahme' des Einbauplatzes durchgefuhrt 
werden kana Danach wird die Optik ausgefahren, der Chip auf Justierhohe abgesenkt, die Optik wieder 
eingefahren und ein Bild vom uber dem Einbauplatz gehakenen Chip aufgenommen. Dieses und weitere 
foigende Bilder, bei denen jeweils in Abhangigkeit von der Struktur des Einbauplatzes bzw. des Teilungsmafles 
50 der AnschluBbeinchen und Pads der Lotkopf mit der Optik und dem Chip schrittweise relativ zum Einbauplatz 
verschoben wird, werden miteinander pbcelweise minimum- oder maximum verknupft. Die Summe der Verfahr- 
wege uberschreitet dabei nicht das TeilungsmaB, also den Beinchenabstand. Unter pbcelweiser Minimum- bzw. 
Maximumverknupfung zwischen den verschiedenen aufgenommenen Bildern mit Oberlagerung von Chip und 
Einbauplatz ist die grauwenbezogene Auswertung von korrespondierenden Bildpunkten der verschiedenen 
55 Bilder zu verstehen. Es wird jeweils das dunkelste bzw. hellste Pixel korrespondiernder Bildpunkte (Bildpunkte 
mit gieichen Koordinaten)) in ein Ergebnisbild ubenragen. Dieses Ergebnisbild stellt das hintergrundfreie 
Chipbild mit opdmalem Kontrast dar, Ob die Minimum- oder Maximumverknupfung gewahlt wird hangt von 
den Reflexionseigenschaften der zu positionierenden Elemente ab. In dem elektronisch erzeugten Chipbild ist 
sortiii nur der Chip mit seinen AnschluBbeinchen vorhanden. Die Lagekorrektur dieses Chips relativ zu seinem 
60 Einbauplatz kann durch Nachstellung seiner Position in x- und y-Richtung und entsprechend dem Drehwinkel 
nach Errechnung einer SteuergroBe uber eine Maschinensteuerung vorgenommen werden. . 

Weist ein Chip mit seinen AnschluBbeinchen eine annahemd ideale, also verzugsfreie Form auf. so ist der 
Einsatz von zwei Videokameras zur Beobachtung von zwei Ecken eines Chips ausreichend In der Praxis sind 
jedoch die Chips geringfugig vefzogeh. Fur dieseii Fall ist es besohders vorteilhaft, alle vier Ecken eines Chips 
65 bzw. die entsprechende Stelle auf dem Einbauplap: mit einer separaten Videokamera zu beobachten. Somit kann 
der Verzug eines Bauelementes bei dessen Positionierung bezuglich eines Einbauplatzes derart ausgeglichen 
werden, daB ein funktionsfahiger Einbau gewahrleistet ist. 

Eine besonders voneilhafte Ausgestaltung der Enindune sieht zur Ausschaltun^ von mechanischen Toleran- 
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zen beim Ein- und Ausfahren der Optik einen Gesichtsfeldvergleich vor, der zwischen dem Bild des Einbauplat- 
zes und dem ersten Bild vom Einbauplatz mit uberlagertem Chip durchgefuhrt wird. Hierzu werden die nicht 
vom Chip abgedeckten Strukturen des Einbauplatzes vergiichen. Der jeweilige Versatz des Gessichtsfeldes der 
bisher stationaren Videokameras kann bei der Berechnung der Lageabweichung berucksichtigt werden. Fehler 
die durch mechanisches Spiel der Ein- und Ausfahrvorrichtungen der Optik herruhren. werden somit eliminierL ' 

Weiterhm ist es besonders vorteilhaft, nach der automatischen Jusiierung das Justierergebnis zu uberprufen. 
Hierzu wird ein weiteres Bild des Einbauplaues mi: uberlagertem Chip aufgenommen. Bei der Oberschreitung 
von zulassigen Toleranzen wird eine Wiederholung des gesamten Justiervorganges durchgefuhrt 

Im folgenden wird anhand von schematischen Figuren ein Ausfiihrungsbeispiel beschrieben. 

Die Fig. 1 zeigt einen Chip 1 mit AnschluBbeinchen 2, der mittels einer Pipette 4 an einem Lotkopf 3 gehalten 
wird. Die gesamte Anordnung ist ungefahr symmetrisch zu einer zentralen Achse 9 aufgebaut Der Lotkopf 3 ist 
relativ zur Leiterplatte 7 parallel, d. h. in den Koordinatenrichtungen x" und y verfahrbar und urn die zentrale 
Achse 9 drehbar. AuBerdem kann zum Absenken und Verloten des Chips 1 auf die Leiterplatte 7 der Lotkopf 3 
senkrecht zu dieser bewegt werden. Die in Teilen angedeutete Optik 5 kann entsprechend der Pfeilrichtungen 
em- und ausgefahren werden. Dies geschieht zweckmaBigerweise senkrecht zur zentralen Achse 9. Jewells eine 
Uptik 5 ist emer Videokamera 10 zugeordnet In der Fig. 1 wird der Chip 1 noch in der Position gehalten. bei der 
eine Aufnahme des Einbauplatzes 6 ohne den Chip 1 getatigt wird. Die Pads 8. auf die der Chip 1 mit seinen 
Anschlulibeinchen2aufzusetzen,sindinderFlg. 1 angedeuteL 

I -^v^"e f'^" ^ ^^^P ' "'"^ Justierposition gefahren worden. Hierzu wurde die Pipette 4 relativ zum 

Lotkopf 3 senkrecht nach unten bewegt. wahrend die Telle der Optik 5 in einem ausgefahrenen Zustand ,0 
verweilten. In der Fig. 2 sind die Telle der Optik 5 bereits wieder eingefahren. Die fur spatere L6tung notwendi- 
gen Lotbugel 31 sind am Lotkopf 3 angedeutet. 

Der Chip 1 befindet sich in der Darstellung entsprechend Fig. 2 in der Justierposition. Davon ausgehend wird 
f«tge.haken°" Videokamera 10. die jeweils auf eine Ecke des Chips 1 ausgerichtet ist. ein Bild Bl 

Nach einem schrittweisen Verfahren innerhalb des TeilungsmaCes der AnschluBbeinchen 2 bzw. der Pads 8 
wobei die Leiterplatte 7 relativ und parallel zur restlichen Anordnung senkrecht zur zentralen Achse 9 verscho- 
. ben wird, entstehen hintereinander die Bilder B2 und 83. 

A ^'t.^o^;^ f '^l^'^ ^'^^^ ^'"^^ ^'^'P^ ' '"'^ AnschluBbeinchen 2 und einer darunterliegenden Leiterplatte 7 mit 
AnschluBflecken bzw Pads 8. Dabei ist zu erkennen.daB in der waagerechten Reihe von AnschluBbeinchen 2 die 
herausschalleS ^^"^ ^^"^^ * korrigiert werden muB, da diese unter den AnschluBbeinchen 2 seitwlrts 

Der Ausgleich eines Gesichtsfeldversatzes an einer Videokamera 10 durch mechar.isches Spiel an optisch6n 
Armen die die Op„k 5 e:n- und ausfahren. wird durch Vergleich des Bildes, das nur den Einbauplatz 6 darstellt 
fon^ . • S n '"/'"^^ Position), mit dem Bild Bl (der Chip 1 befindet sich in der Justierposi- 

Sen Gesichtsfeldversatz kann spater bei der Berechnung der Lageabweichung berucksichtigt 

Die in Fig. 4 dargestellten Bilder Bl. B2. B3 zeigen jeweils schematisiert die AnschluBbeinchen 2 und die Pads 
8. Die Aufnahme der Bilder Bl bis B3 erfolgt jeweils zeitlich versetzt bzw. nach je einer relativen schrittweisen 
verscniebung zwiscnen Leiterplatte 7 und der resdichen Anordnung. Nachdem der Weg, den der Lotkopf 3 mit 
der Optik 5 zuruckJegt, bekannt ist, kann durch Vergleich des anfanglich aufgenommenen Bildes des Einbauplat- 
zes b mit dem hintergrundbereinigten. also elektronisch aut-bereiteten Chipbild die Laseabweichung zwischen 
Chip 1 und Einbauplatz 6 beziiglich der ebenen Koordinatenrichtungen x und y und entsprechend dem Drehwin- 
kel (p um die zentrale Achse 9 berechnet und korrigien werden. Fur die Hintergrundbereinigung bzw die 
K.ontrasterhohung durch Ausschaltung bestimmter in den Bildern Bl bis B3 sichtbarer Hintergrunderscheinun- 
gen (in diesem Fall die Pads 8) wird die Aussage derdrei Bilder Bl bis B3 miteinander verkniipft Dies geschieht 
derart, daB korrespondierende Bildpunkte. d. h. Bildpunkte mit gleichen Koordinaten in jeweils verschiedenen 
Bildern Bl bis B3 pixelweise minimumverknupft werden. Dies bedeutet,daB bei jedem Pixel bzw. Bildpunkt eine 
beisp.elsweise 8-Bit-Helligkeitsstufe aufgenommen wird und fiir einen Bildpunkt derdunkelste Wert der in den 
Bildem B! bis B3 auftaucht, festgehalten und in das Ergebnisbild. das Chipbild B4. ubertragen wird Eine 
pixelweise MaximumverknQpfung bedeutet entsprechend die Obertragung des hellsten Wertes in das Ergebnis- 
bild. Durch dieses Verfahren wird zur Kontrasterhohung der Hintergrund bzw. die Leiterplatte 7 mit den Pads 8 
veremheithcht und moglichst dunkel oder moglichst hell dargestellt. Dies laBt sich in einfacher Weise bei der 
Betrachtung der Unie 18 erklaren. Die gedachte Linie 18 ist ortsfest in bezug auf die AnschluBbeinchen Z 
Vorausgesetzt. daB die Leiterplatte 7 dunkler erscheint als die AnschluBbeinchen 2 wird die Minimumverknup- 53 
fuiig angewandt. Em Bildpunkt auf der Linie 18 ist einmal uber einem AnschluBbeinchen 2 und einmal uber der 
Leiterplatte 7. Dies laOt sich auch dadurch erklaren, daB vom Bild Bl bis zum Bild B3 bei ortsfesten AnschluB- 
bemchen 2 die darunter liegenden Pads 8 schrittweise von links nach rechts verschoben werden. 

Die Fig. 5 zeigt ein Ergebnisbild, das Chipbild B4. Dabei sind die AnschluBbeinchen 2 kontrastreich oberhalb 
der Leiterplatte 7 dargestellt Die in Form von gestrichelten Linien dargestellten und entsprechend ihrer 
Position wie m den Bildem Bl bis B3 angeordneten Pads 8 tauchen im Chipbild B4 nicht mehr auf. Wie bereits 
beschneben. laBt sich anhand dieses flber eine Bildverarbeitung erzeugten Chipbildes B4 im Vergleich zum 
anfanglich aufgenommenen Bild des Einbauplatzes 6 die Lageabweichung berechnen. 

Die Fig. 6 zeigt eine Anordnung eines automauschen Justiersystemes. Der Chip 1 ist am Lotkopf 3 uber die 
Pipette 4 bereits in die Justierposition gefahren worden. Die seitwarts ein- und ausfahrbare Optik 5 ist in diesem 
Fall m Form einer Spiegeloptiik mit Spiegeln 51 ausgebildet Auf dem Monitor 17 ist eine mittels einer 
Videokamera 10 uber den Beobachtungsstrahlengang 105 aufgenommene Ecke eines Chios 1 mit den AnschluB- 
beinchen 2 sichtbar Die Beleuchtun? 1 1 
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fend ausgebildet. Die Signale der Videokameras 10 werden iiber die fCameraanschlusse 101 bis 104 an ein 
digitales Grauwert-Bildverarbeitungssystem 12 iibertragen. Davon ausgehend wird uber eine Ablaufsteuerung 
14 eine Maschinensteuerung 13 bedient, uber die der Lotkopf 3 bzw. die gesamte Anordnung, die auch Optikkopf 
genannt wird, zur genauen Posiiionierung in den Koordinatenrichtungen x, y und beziiglich des Drehwinkels cp 
verfahrbar ist. Zur Absenkung des Chips 1 von einer oberen Position in die Jusiierposition wird in der Regel die 
Pipette 4 venvendet. Der Lotkopf 3 ist ebenfalls in senkrechier Richtung verfahrbar, was zumindesi zum Loten 
mittels der Loibugei 3 1 notwendig isL — . 

Das von dem digitalen Grauwert-Bildverarbeitungssystem 12 ermitt^lte Justierergebnis 15 von einer nach 
einer Justierung nochmals uberpruften Anordnung von Chip 1 und Einbaupiatz 6 kann ebenfalls an die Maschi- 
nensteuerung 13 weitergegeben werden. 

Die in Fig. 3 und Fig. 6 auf dem Monitor 17 sichtbaren Ecken eines Chips 1 werden jeweils mit einer 
Videokamera 10 aufgenommen. Dabei sind mindestens zwei Videokameras fiir die Beobachtung von entspre- 
chend 2 Ecken notwendig. 

Die bei der Eliminierung eines strukturienen Hintergrundes beschriebene schrittweise Verschiebung der Pads 
8 relativ zu den AnschluBbeinchen 2 geschieht in einem Winkel von mindestens 45* in bezug auf eine langskante 
eines AnschIuQbeinchens.2, Bei nur einer vorhandenen AnschluBreihe ware eine relative Verschiebung senk- 
recht zu einer Langskante eines AnschluBbeinchens 2 sinnvoll. Nachdem jedoch ein Chip in Spidertechnologie 
an vier Seiten AnschluBbeinchen aufweist, ist es rationeller, beispielsweise diagonal zu verfahren. Somit konnen 
die Fehlpositionierungen. wie sie beispielsweise in der Fig. 3 in der unieren Reihe von AnschluBbeinchen 2 zu 
erkennen sind, fiir jede Reihe von AnschluBbeinchen bei einer einzigen Justierung eliminiert werden. 

Ein System entsprechend der Fig. 6 weist beispielsweise folgende Systemdaten auf: 

— Auswertung von 24 Einzelbildern mit jeweils 512^ Pbcel; 256 Grauwertsiufen 

— MeBunsicherheit 1 \im 

— Justierdauer 10 sec 

— Auflosung der Videokameras 5 p.m 

— GesichtsfeldgroBe der Videokameras ^ 4,5 x 3 mm 

Die bisher eingesetzten Videokameras 10 entsprachen der europaischen Videonorm CCIR. Durch den Einsatz 
noch hoher auflosender Kameras, beispielsweise nach der HDTV-Norm, laBt sich eine weitere Erhoh'ung der 
MeBgenauigkeit erzielen. 

Mit dem beschriebenen Verfahren lassen sich insbesondere folgende Vorteile erzielen: 

— Hohere Genauigkeit durch Wegfall ianger Verfahrwege des Chips 1, wie es beispielswweise bei einem 
System mit einer Doppeloptik fiir eine Bildaufnahme an verschiedenen Orten der Fall isL 

— Kostenersparnis durch einfache Mechanik an der ein- und ausfahrbaren Optik 5 mit reduzierten Anfor- 
derungen an die mechanische Positioniergenauigkeii. 

— Hohere Universalitat des Systemes, da es auch dort einsetzbar ist, wo aus technischen Griinden keine 
raumlich getrennte Bildaufnahme erfolgen kann. 

— Erheblich einfachere Kamerajustierung und damit verbundene Erhohung der Genauigkeit bei der 
Justierung durch eine identische Optik fiir Chip 1 und Einbaupiatz 6 im Vergleich zum Doppeloptik-System. 

Patentanspriiche 

1. Verfahren zur Justierung der AnschluBbeinchen (2) eines Chips (1) relativ zu den Pads (8) eines Einbau- 
platzes (6), wobei zur Lageerkennung und zur Berechnung von StellgroQen fur den Justiervorgang die 
Ecken des Chips (1) bzw. des Einbaupiatzes (6) Jeweils im Auflicht beleuchtet und mittels Videokamera (10) 
aufgenommen werden und die Videosignale einem digitalen Bildauswertesystem zugefuhrt werden, insbe- 
sondere zur hochgenauen Justierung von Halbleiierbausteinen in TAB-Bauform auf einer Mikroverdrah- 
tung, gekeiinzeichnet durch folgende Verfahrensschritte: 

— mittels einer bezogen auf eine zentrale Achse (9) seitwarts ausfahrbaren Optik (5) wird ein erstes 
Bild (Bl) von mindestens zwei Ecken eines Einbaupiatzes (6) jeweils durch eine Videokamera (10) 
aufgenommen. wahrend der Chip (1) in einer oberen Position oberhalb der Optik (5) von einer an einem 
Lotkopf (3) befindlichen Pipette (4) gehalten wird, 

— die Optik (5) wird seitlich ausgefahren, der Chip (1) wird mittels der Pipette (4) in eine untere 
Position, die Justierposition. abgesenkt und die Optik (5) wird wieder eingefahren, 

— zur jeweiligen Erzeugung eines Bildes einer zu einer aufgenommenen Ecke des Einbaupiatzes (6) 
korrespondierenden Ecke eines Chips (1) werden jeweils mit derselben Optik (5) bei raumlich uberla- 
gerter Anordnung von Chip (1) und Einbaupiatz (6) weitere Bilder (B2, B3) aufgenommen, wobei der 
von der Pipette (4) getragene Chip (1) mit den AnschluBbeinchen (2) ortsfest in bezug auf die Optik (5) 
bleibt und relativ zum Einbaupiatz (6) innerhalb des TeilungsmaBes der AnschluBbeinchen (2) parallel 
zur Leiterplatie (7) schrittweise Und in einem Winkel von mindestens 45** in beziig auf eine Langskante 
eines AnschluBbeinchens (2) verschoben oder innerhalb des TeilungsmaBes der AnschluBbeinchen (2) 
gedreht wird, 

— die Daten samtlicher aufgenommenen weiteren Bilder werden pixelweise minimum- oder maxi- 
mumverknupft, so daB jeweils fur einen korrespondierenden Bildpunki mehrerer Bilder (B I. B2, B3) der 
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dunkelste bzw. heliste Bildpunkt festgehalten wird und ein hiniergrundfreies Chipbild (B4) mit opiima- 
lem Kontrasi erzeugt wird, 

— die Lageabweichung eines Chips (1) relaiiv zum Einbauplaiz (6) in bezug auf die ebenen Koordina- 
len (x, y) und den Drehwinkel <D wird durch separate Auswertung des Bildes vom Einbauplatz (6) und 
der Lage der Anschluflbeinchen (2) im Chipbild berechnet und als SteuergroBe einer Maschinensteue- 5 
rung(l3)zugefuhrL 

2. Verfahren nach Anspruch I, dadurch gekennzeichnei, daB jede Ecke eines Chips (t) sowie der kjjrrespon- 
dierende Bereich eines Einbauplatzes (6)durch jeweils eine Videokamera(lO) aufgenommen wird. 

3. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB das Bild des Einbau- 
platzes (6) mil dem ersten Bild (Bl) mit in Justierposition befindlichem Chip (1) verglichen wird und daB ein 10 
so ermiitelter, durch mechanisches Spiel innerhalb der verfahrbaren Optik (5) erzeugter Gesichisfeldver- 
satz ausgeglichen wird. 

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB nach einer Lagekor- 
rektur eines Chips (1) reiativ zu einem Einbauplatz (6) mit derselben Optik (5) eine Bildaufnahme zur 
automatischen Oberprufung des Justierergebnisses getatigi wird und bei Oberschreiiung von zulassigen 15 
Toleranzeh eine Wiederholung.des gesamten Justierverfahrens durchgefiihn wird. 
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